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Abstract (en)
[origin: US4585293A] To create an insertable elastic section for connecting contact pins into through-openings in a printed circuit board, an axially
extending section of a post or pin is deformed to provide an axially extending U-shaped section. The pin is provided with a regular transverse section
from which the U-shaped section is deformed. The original shape of the pin may be rectangular. The deformation is carried out in a pair of die
parts. The axially extending U-shaped section is divided into a bight part or base with a pair of legs extending outwardly from the opposite sides of
the base. The outside surfaces of the legs are shaped to provide linear contact with the surface of an opening through a printed circuit board with
the contact being afforded at the opposite ends of the legs. Transition sections interconnect the legs to the base and are provided with a reduced
wall thickness as compared to the legs for enhancing the elasticity of the legs. The elasticity of the U-shaped section accommodates the diameter
differences in the openings through the printed circuit board.

Abstract (de)
Zur Schaffung einer elastischen Einpref3zone fiir die Verbindung von Kontaktstiften mit Leiterplatten ist ein etwa U-férmiger Querschnittsbereich
(3, 4) an solchen Stiften vorgesehen, der aus einer beispielsweise rechteckigen Grundform (b, b) durch nachtréagliches Verformen in einem Ober-
sowie Untergesenk (1, 2) hergestellt wird. Mit seinen vier duBBeren Eckpunkten (R1, R2) pressen oder quetschen sich die freien Profilschenkel
der Seitenteile (4) des U-formigen Querschnittsbereichs (3, 4) spéter in die Wandungen der durchkontaktierten Leiterplattenéffnungen ein, wobei
Durchmesserunterschiede derselben durch die Elastizitat der in ihrer Wandstérke gegentber der Dicke (d) der Seitenteile (4) verjingten bzw. zum
Profilriicken (3) hin abgesetzten Eckbereiche (E) des Grundprofils, sowie der Elastizitat des Riickens (3) selbst, ausgeglichen werden.
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